
無鉛錫球 
合金組成與球徑 Sn95.5/Ag4/Cu0.5 Sn96.5/Ag3/Cu0.5 
Description 產品
特性 BGA、CSP使用 

Diameter球徑
（mm） 0.3 0.4/0.45 0.5/0.55 0.6 0.76 

Packing 包裝  
(jar) 

125k/500k125k/250k125k/250k 100k/250k 250k 
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